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(54) ЛЕНТОЧНЫЙ ВТСП-ПРОВОД

(57) Формула изобретения
1. ЛенточныйВТСП-провод, включающий текстурированнуюленточнуюподложку,

нанесенные на нее последовательно буферный слой, ВТСП-слой, защитное покрытие
и припаянные с двух сторон ленточные металлические покрытия, отличающийся тем,
что ленточныеметаллические покрытия выполненыизнанокомпозиционногоматериала
Cu-Nb, содержащего от 5 до 30% Nb и обладающего механической прочностью на
растяжение от 400 МПа до 1000 МПа.

2. Ленточный ВТСП-провод по п.1, отличающийся тем, что нанокомпозиционный
материал Cu-Nb имеет размер структурных составляющих: ОЦК элементов Nb, Fe, V
- 5-30 нм и ГЦК элемента Cu - 40÷60 нм, предел прочности при растяжении - 400÷1000
МПа и электропроводность - 50÷80% IACS.

3. Ленточный ВТСП-провод по п.1, отличающийся тем, что толщина ленточного
покрытия, припаянного со стороны ВТСП-слоя, равна сумме толщин подложки и
ленточного покрытия со стороны подложки.
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